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1 Acceptatie van geassembleerde printplaten

  Algemeen



1.1 Bereik van dit document Deze norm is een verzameling van visuele acceptatie eisen voor geassembleerde elektronica. 
Deze norm bevat geen eisen voor de beoordeling van microsecties (sleeves).

Dit document beschrijft acceptatie eisen voor de productie van elektrische en elektronische apparaten. Voormalige elektronische 
assemblage normen beschreven een meer uitgebreide handleiding over principes en technieken. Voor een beter begrip van 
de in dit document beschreven aanbevelingen en eisen, kan het zinvol zijn om dit document te gebruiken in combinatie met 
IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 en IPC J-STD-001.

De criteria in deze norm zijn niet bedoeld om processen voor assemblagewerkzaamheden vast te leggen, tevens is het ook niet 
bedoeld om reparatie/modificatie of de verandering van het product van een klant vrij te geven. Dat men bijvoorbeeld criteria 
voor het verlijmen van componenten aangeeft betekent niet dat het gebruik van lijm vereist of geoorloofd is, een afbeelding 
van een draad die met de klok mee om een terminal gewikkeld is houdt niet in dat het vereist is dat alle draden met de klok 
mee moeten zijn gewikkeld.

Gebruikers van deze norm moeten begrijpen hoe de eisen en voorschriften geïnterpreteerd moeten worden en hoe ze toegepast 
moeten worden, zie 1.3

De IPC-A-610 beschrijft criteria, die buiten het bereik van de IPC J-STD-001 vallen, zoals het hanteren, mechanische en 
andere vakbekwaamheidseisen. Tabel 1-1 is een overzicht van gerelateerde documenten.

De IPC-AJ-820 is een ondersteunend document dat informatie verstrekt betreffende de bedoeling van de inhoud, verder legt 
het uit of versterkt het de technische beweegredenen bij het beoordelen van de limieten, stap voor stap, vanaf aanbevolen tot 
de defect criteria. Ook kan ondersteunende informatie worden verstrekt om bredere proces afwegingen te kunnen begrijpen 
die betrekking hebben op de prestatie maar vaak niet duidelijk waarneembaar zijn bij visuele test methodes.

Tabel 1-1 Overzicht van gerelateerde documenten

Document doel Spec. Nr. Definitie
Ontwerp norm IPC-2220-FAM 

IPC-7351
IPC-CM-C770

Ontwerp eisen weerspiegelen drie niveaus van complexiteit (level A, B en C), die een 
indicatie zijn voor de fijnere geometrie, grotere dichtheid en meer stappen om het product te 
produceren.

Component en productieproces richtlijnen voor het ontwikkelen van printplaat en 
geassembleerd product waarbij het productieproces van de printplaat zich concentreert 
rondom eilanden voor oppervlakte montage en het product zich concentreert rondom 
oppervlakte montage én conventionele montage, die meestal in het ontwerp proces en de 
documentatie zijn samengevoegd.

Printplaateisen IPC-6010-FAM 
IPC-A-600

Eisen en acceptatie documentatie voor starre, star-flexibele, flexibele en andere types 
substraten

Eindproduct 
documentatie

IPC-D-325 Deze norm bevat eisen voor de eindproducten met betrekking tot de kale printplaten 
opgesteld door de klant of het eindproduct eisen. Details kunnen zowel overeenkomen 
met industrienormen en vakbekwaamheidnormen, maar ook klant specifieke voorkeuren 
en interne normen.

Eindproduct 
normen

J-STD-001 Eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische producten met beschrijvingen voor 
minimaal eindproduct acceptatie karakteristieken, maar ook methoden voor evaluatie 
(test methoden), test frequentie en de mogelijkheden van procescontrole.

Acceptatie norm IPC-A-610 Een document op basis van afbeeldingen, waarbij verschillende karakteristieken van de 
printplaat en/of product in relatie tot wenselijke condities, die de minimale acceptatie 
karakteristieken, die door het eindproduct prestatie norm worden aangegeven, overschrijden 
en weerspiegelt verschillende ontoelaatbare condities om het proces inspecteurs te helpen in 
het nemen van beslissing van herstelwerkzaamheden.

Training 
programma (Optie)

Gedocumenteerde trainingseisen voor het trainingsproces procedures en technieken voor 
de implementatie van acceptatie eisen van zowel eindproduct normen, acceptatie normen of 
klantspecifieke eisen.

Rework en Repair IPC-7711/7721 Documentatie die voorziet in de procedures voor het verwijderen en aanbrengen van conformal 
coating en componenten, soldeermasker en modificatie/reparatie van het laminaat, sporen en 
doorgemetalliseerde gaten.
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